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반도체 공정 플라즈마의 밀도 균일성 분석을 위한

공간 분해 발광 분광기
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플라즈마는 미세 전기 소자 제작에 있어 박막의 증착 식각 세정등 여러 가지 공정에서 널리, ,
사용되고 있다 미세 소자의 선폭의 감소와 높은 생산성을 위한 웨이퍼 면적의 대형화가 진행.
됨에 따라 플라즈마의 균일도는 공정 수율 향상의 관점에서 중요한 요소로 그것의 계측과 공정

중 실시간 감시에 필요성이 부각되고 있다.
플라즈마에 존재하는 라디칼의 밀도 이온의 밀도 전자 온도 등의 웨이퍼 상에서의 공간 분포, ,

와 공정 결과물과의 상관관계에 대한 연구는 현재까지 다양하게 진행 되었으며 특히 라디칼의,
공간 분포가 공정 결과물의 균일도와 큰 상관 관계가 있는 것으로 알려져 있다 라디칼의 농도.
분포를 계측은 레이저 유도 형광법 발광 분광법 흡수 분광법 등을 통하여 이루어져 왔으며, , ,
특히 발광 분광법의 경우 계측의 민감성 편의성등을 이유로 가장 널리 사용되고 있다 그러나, .
현재 까지 진행된 발광 분광법을 이용한 라디칼의 공간 분포 계측은 그 자체로 공간 분포를

계측하는 것이 아닌 플라즈마 밀도의 축 대칭성을 가정하여 을 적용하거나 광Abel inversion ,
섬유를 플라즈마에 직접 삽입하는 방식을 사용하기 때문에 실제 반도체 제작공정을 비롯한 미

세소자 공정 플라즈마의 라디칼 밀도 분포를 실시간 비 접촉 방식으로 계측 하는데 한계가,
있다.
본 연구에서는 반도체 공정 플라즈마의 밀도 균일성 분석을 위한 공간 분해 발광 분광기를

제안한다 기존의 발광 분광법과 비교하여 공간 분해능 향상을 위하여 직렬로 설치된 다수의.
렌즈 개구 그리고 핀홀을 이용하였다 공간 분해 발광 분광기의 공간 분해능을 계산하였으며, , . ,
실험을 통하여 검증 하였다.
또 를 이용한, HDP CVD SiO2 박막 증착 공정에서 산소 라디칼의 농도와 증착된 박막의 두께

분포의 상관 관계를 계측 함으로써 공간 분해 발광 분광기의 플라즈마 공정 적용 가능성 입증

하였다.


